
证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2026-034

上海硅产业集团股份有限公司

关于子公司增资扩股暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司持股5%以上股东

上海国盛（集团）股份有限公司（以下简称“国盛集团”）共同对子公司上海

新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”或“标的公司”）进行增资，

具体情况如下：

1、公司拟以持有的上海新昇晶投半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶

投”）46.7354%股权、上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称“新

昇晶科”）49.1228%股权、上海新昇晶睿半导体科技有限公司（以下简称

“新昇晶睿”）48.7805%股权，总计作价人民币744,840.6136万元，认购上

海新昇新增注册资本人民币123,810.6342万元；

2、国盛集团拟出资人民币400,000万元，认购上海新昇新增注册资本人民币

66,489.7332万元。其中：（1）以国盛集团向上海新昇的借款本金人民币

100,000万元以债转股形式出资；（2）以现金形式出资人民币300,000万元。

3、本次增资完成后，上海新昇注册资本将由人民币238,000万元增加至人民

币428,300.3674万元，公司持有上海新昇股权比例将由100%下降为

84.4759%，仍为上海新昇控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变

更。

 国盛集团为公司持股5%以上股东，因此本次增资扩股事项构成关联交易，但

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施

不存在重大法律障碍。

 本次增资事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议、



第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事姜海涛、徐怡婷回避表决。本

次交易尚需提交股东会审议。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为进一步推动公司于2024年启动实施的“集成电路用300mm硅片产能升级项

目”，满足公司300mm半导体硅片建设的资金需求，同时，公司在2025年完成以

发行股份及支付现金方式购买子公司新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿的少数股权

后，需进一步优化公司300mm半导体硅片业务的资产权属结构和管理架构。鉴于

此，公司拟与公司持股5%以上股东国盛集团共同对全资子公司上海新昇进行增

资。本次增资具体情况如下：

（1）公司拟以持有的新昇晶投46.7354%股权、新昇晶科49.1228%股权、新

昇晶睿48.7805%股权，总计作价人民币744,840.6136万元，认购上海新昇新增注

册资本人民币123,810.6342万元；

（2）国盛集团拟出资人民币400,000万元，认购上海新昇新增注册资本人民

币66,489.7332万元。其中：（1）以国盛集团向上海新昇的借款本金人民币100,000

万元以债转股形式出资；（2）以现金形式出资人民币300,000万元。

（3）本次增资完成后，上海新昇注册资本将由人民币238,000万元增加至人

民币428,300.3674万元，公司持有上海新昇股权比例将由100%下降为84.4759%，

仍为上海新昇控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变更。

2、本次交易的交易要素

投资类型

□新设公司

增资现有公司（□同比例 非同比例）

--增资前标的公司类型：全资子公司 □控股子公司 □参
股公司 □未持股公司

□投资新项目

□其他：______

投资标的名称 上海新昇半导体科技有限公司

投资金额

 已确定，具体金额（万元）：公司及国盛集团合计出资人

民币 1,144,840.6136 万元，认购上海新昇注册资本人民币

190,300.3674万元。

 尚未确定



出资方式

现金

自有资金

□募集资金

□银行贷款

□其他：_____
□实物资产或无形资产

股权

其他： 借款本金

是否跨境 □是 否

（二）本次增资事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第三

次会议、第三届董事会第十次会议审议通过，关联董事姜海涛、徐怡婷回避表决。

本次交易尚需提交股东会审议。

（三）国盛集团为公司持股 5%以上股东，因此本次增资事项构成关联交易，

但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不

存在重大法律障碍。

（四）至本次关联交易为止，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，

过去 12 个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相

同交易类别下标的相关的交易。

本次增资扩股中，国盛集团作为债转股出资的向上海新昇的借款本金人民币

100,000万元，为国盛集团与标的公司于 2025 年 8月 28日签订的《借款合同》

项下的借款。具体内容详见公司 2025 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关

于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的公告》。该借

款事项经 2025 年 8 月 12 日的第二届董事会第三十三次会议及 2025 年 8 月 28

日的 2025年第四次临时股东会审议通过。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、上海国盛（集团）有限公司（关联方）

（1）基本信息

法人/组织全称 上海国盛（集团）有限公司



统一社会信用代码
 91310000667805050M

□ 不适用

法定代表人 叶劲松

成立日期 2007/09/26
注册资本 2,006,600万(元)
实缴资本 2,006,600万(元)
注册地址 上海市长宁区幸福路 137号 3幢 1楼
主要办公地址 上海市徐汇区云绣路 9号国盛大楼

主要股东/实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会

与标的公司的关系
国盛集团持有沪硅产业 16.58%的股份，标的公司为

沪硅产业全资子公司

主营业务
开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与

资产管理，产业研究，社会经济咨询。

关联关系类型

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业

□董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制

的企业

其他 公司 5%以上股东

是否为本次与上市公司

共同参与增资的共同投

资方

是 □否

（2）最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目
2026 年 3 月 31 日

（未经审计）

2025 年 12 月 31 日

（经审计）

资产总额 22,631,334.78 21,346,203.46
负债总额 8,304,064.79 7,410,385.19

所有者权益总额 14,073,281.89 13,688,270.50
资产负债率 36.69% 34.72%

科目
2026 年 1-3 月

（未经审计）

2025 年度

（经审计）

营业收入 9,958.02 51,499.57
净利润 44,526.33 102,914.02

注：财务数据为合并报表口径数据。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

上海新昇现为公司全资子公司，主要从事 300mm半导体硅片的研发、生产

和销售，是公司落实 300mm半导体硅片发展战略的实施主体。

（二）投资标的具体信息



（1）增资标的基本情况

投资类型 增资现有公司（□同比例 非同比例）

标的公司类型（增资前） 全资子公司

法人/组织全称 上海新昇半导体科技有限公司

统一社会信用代码
 91310115301484416G

□ 不适用

法定代表人 陈泰祥

成立日期 2014/06/04
注册资本 238,000万(元)
实缴资本 238,000万(元)

注册地址
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000
号

主要办公地址
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000
号

控股股东/实际控制人 上海硅产业集团股份有限公司

主营业务

高品质半导体硅片、硅基半导体材料、半导体设备

和零部件的研发、生产和销售，半导体材料与器件

相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，

货物进出口，技术进出口，企业管理咨询，非居住

房地产租赁、机械设备租赁。

所属行业 C398电子元件及电子专用材料制造

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目
2026 年 3 月 31 日

（未经审计）

2025 年 12 月 31 日

（经审计）

资产总额 2,029,777.97 2,019,438.42
负债总额 1,125,581.07 1,088,059.29

所有者权益总额 904,196.90 931,379.13
资产负债率 55.45% 53.88%

科目
2026 年 1-3 月

（未经审计）

2025 年度

（经审计）

营业收入 78,433.22 248,013.57
净利润 -27,182.23 -78,650.72

注：财务数据为合并报表口径数据。

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号 股东名称
增资前 增资后

出资金额 出资比例（%） 出资金额 出资比例（%）

1 沪硅产业 238,000 100 361,810.6342 84.4759
2 国盛集团 - - 66,489.7332 15.5241

合计 238,000 100 428,300.3674 100



（三）出资方式及相关情况

1、沪硅产业出资方式及相关情况

沪硅产业以持有的新昇晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、新昇

晶睿 48.7805%股权，总计作价人民币 744,840.6136 万元，认购上海新昇新增注

册资本人民币 123,810.6342万元。

（1）上海新昇晶投半导体科技有限公司

A．基本情况

法人/组织全称 上海新昇晶投半导体科技有限公司

统一社会信用代码 91310000MA7NBRX39G
法定代表人 李炜

成立日期 2022/04/21
注册资本 291,000万(元)

注册地址
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000
号 6幢 4层

主要办公地址
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000
号

控股股东/实际控制人 上海硅产业集团股份有限公司

主营业务

电子专用材料研发；电子专用材料销售；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广。

B．最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目
2026 年 3 月 31 日

（未经审计）

2025 年 12 月 31 日

（经审计）

资产总额 782,420.63 783,116.32
负债总额 152,773.19 147,025.85

所有者权益总额 629,647.44 636,090.47
资产负债率 19.53% 18.77%

科目
2026 年 1-3 月

（未经审计）

2025 年度

（经审计）

营业收入 40,881.88 166,971.62
净利润 -6,443.03 -26,974.45

注：财务数据为合并报表口径数据。

C．股权结构

单位：万元

股东名称 出资金额 出资比例

上海新昇 155,000 53.2646%
沪硅产业 136,000 46.7354%



（2）上海新昇晶科半导体科技有限公司

A．基本情况

法人/组织全称 上海新昇晶科半导体科技有限公司

统一社会信用代码 91310000MABNL4JP9D
法定代表人 李炜

成立日期 2022/06/13
注册资本 570,000万(元)

注册地址
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000
号 4幢 4层 B区

主要办公地址
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000
号

控股股东/实际控制人 上海硅产业集团股份有限公司

主营业务

半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子

专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料

研发。

B．最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目
2026 年 3 月 31 日

（未经审计）

2025 年 12 月 31 日

（经审计）

资产总额 781,451.06 782,148.84
负债总额 152,773.19 147,025.85

所有者权益总额 628,677.87 635,122.99
资产负债率 19.55% 18.80%

科目
2026 年 1-3 月

（未经审计）

2025 年度

（经审计）

营业收入 40,881.88 166,971.62
净利润 -6,445.11 -26,975.19

注：财务数据为合并报表口径数据。

C．股权结构

单位：万元

股东名称 出资金额 出资比例

新昇晶投 290,000 50.8772%
沪硅产业 280,000 49.1228%

（3）上海新昇晶睿半导体科技有限公司

A．基本情况

法人/组织全称 上海新昇晶睿半导体科技有限公司

统一社会信用代码 91310000MABQUJK46N
法定代表人 李炜



成立日期 2022/06/17
注册资本 205,000万(元)

注册地址
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000
号 1幢 2层

主要办公地址
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区云水路 1000
号

控股股东/实际控制人 上海硅产业集团股份有限公司

主营业务

半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电子

专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料

研发。

B．最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目
2026 年 3 月 31 日

（未经审计）

2025 年 12 月 31 日

（经审计）

资产总额 227,154.43 222,950.26
负债总额 29,970.83 25,755.54

所有者权益总额 197,183.60 197,194.72
资产负债率 13.19% 11.55%

科目
2026 年 1-3 月

（未经审计）

2025 年度

（经审计）

营业收入 12,313.95 49,702.51
净利润 -11.12 -6,550.19

C．股权结构

单位：万元

股东名称 出资金额 出资比例

新昇晶科 105,000 51.2195%
沪硅产业 100,000 48.7805%

2、国盛集团出资方式及相关情况

国盛集团拟出资人民币 400,000 万元，认购上海新昇新增注册资本人民币

66,489.7332万元。其中：（1）以国盛集团向上海新昇的借款本金人民币 100,000

万元以债转股的形式出资；（2）以现金形式出资人民币 300,000万元。

其中，国盛集团作为债转股出资的向上海新昇的借款本金人民币 100,000万

元，为国盛集团与标的公司于 2025年 8月 28日签订的《借款合同》项下的借款。

具体内容详见公司2025年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于全资子公司向股东

申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的公告》。



四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

（1）投资标的

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪财瑞评报字

（2026）第 2025 号），以 2025年 12月 31日为评估基准日，采用资产基础法和

市场法对上海新昇的股东全部权益价值进行评估，并最终选取市场法评估结果作

为评估结论，投资标的上海新昇股东单体财务报表全部权益账面价值为

182,887.74万元，评估价值为 1,431,800.00万元，增值率 682.88%。

（2）股权作价标的

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪财瑞评报字

（2026）第 2026 号），以 2025年 12月 31日为评估基准日，采用资产基础法对

新昇晶投的股东全部权益价值进行评估，股权作价标的新昇晶投股东单体财务报

表全部权益账面价值为 290,967.49 万元，评估价值 419,127.20 万元，增值率

44.05%。

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪财瑞评报字

（2026）第 2027 号），以 2025年 12月 31日为评估基准日，采用资产基础法和

市场法对新昇晶科的股东全部权益价值进行评估，并最终选取市场法评估结果作

为评估结论，股权作价标的新昇晶科股东单体财务报表全部权益账面价值为

542,928.27万元，评估价值 821,900.00万元，增值率 51.38%。

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（沪财瑞评报字

（2026）第 2028 号），以 2025年 12月 31日为评估基准日，采用资产基础法和

市场法对新昇晶睿的股东全部权益价值进行评估，并最终选取市场法评估结果作

为评估结论，股权作价标的新昇晶睿股东单体财务报表全部权益账面价值为

197,194.72万元，评估价值为 297,700.00万元，增值率 50.97%。

2、标的资产及股权作价标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称 上海新昇半导体科技有限公司



定价方法

□协商定价

以评估或估值结果为依据定价

□公开挂牌方式确定

□其他：

交易价格
已确定，具体金额（万元）： 1,144,840.6136

□尚未确定

评估/估值基准日 2025/12/31

采用评估 /估值结果

（单选）
□资产基础法 □收益法 ，市场法 □其他，具体为：

最终评估/估值结论
评估/估值价值： 1,431,800.00 （万元）

评估/估值增值率： 682.88 %

评估/估值机构名称 上海财瑞资产评估有限公司

标的资产名称 上海新昇晶投半导体科技有限公司

定价方法

□协商定价

以评估或估值结果为依据定价

□公开挂牌方式确定

□其他：

交易价格
已确定，具体金额（万元）： 195,880.7505

□尚未确定

评估/估值基准日 2025/12/31

采用评估 /估值结果

（单选）
资产基础法 □收益法 市场法 □其他，具体为：

最终评估/估值结论
评估/估值价值： 419,127.20 （万元）

评估/估值增值率： 44.05 %

评估/估值机构名称 上海财瑞资产评估有限公司

标的资产名称 上海新昇晶科半导体科技有限公司

定价方法

□协商定价

以评估或估值结果为依据定价

□公开挂牌方式确定

□其他：

交易价格
已确定，具体金额（万元）： 403,740.3509

□尚未确定



评估/估值基准日 2025/12/31

采用评估 /估值结果

（单选）
□资产基础法 □收益法 市场法 □其他，具体为：

最终评估/估值结论
评估/估值价值： 821,900.00 （万元）

评估/估值增值率： 51.38 %

评估/估值机构名称 上海财瑞资产评估有限公司

标的资产名称 上海新昇晶睿半导体科技有限公司

定价方法

□协商定价

以评估或估值结果为依据定价

□公开挂牌方式确定

□其他：

交易价格
已确定，具体金额（万元）： 145,219.5122

□尚未确定

评估/估值基准日 2025/12/31

采用评估 /估值结果

（单选）
□资产基础法 □收益法 市场法 □其他，具体为：

最终评估/估值结论
评估/估值价值： 297,700.00 （万元）

评估/估值增值率： 50.97 %

评估/估值机构名称 上海财瑞资产评估有限公司

（二）定价合理性分析

本次交易以《资产评估报告》的评估结果为基础，交易定价遵循公平、公正、

自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果

产生不利影响，不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在

损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联对外投资合同的主要内容

1、增资协议各方：上海国盛（集团）有限公司、上海硅产业集团股份有限

公司、上海新昇半导体科技有限公司

2、上海新昇拟增资人民币 1,144,840.6136万元，其中：

(a) 国盛集团拟出资人民币 400,000万元，认缴标的公司人民币 66,489.7332

万元注册资本，其中：（1）以《借款合同》项下其向标的公司发放的借款本金人



民币 100,000 万元以债转股的形式出资，认缴标的公司人民币 16,622.4333 万元

注册资本；（2）以现金形式人民币 300,000 万元出资，认缴标的公司人民币

49,867.2999万元注册资本；

(b) 沪硅产业拟出资人民币 744,840.6136 万元，认缴标的公司人民币

123,810.6342万元注册资本。出资形式为股权出资，沪硅产业拟以其持有的新昇

晶投 46.7354%股权、新昇晶科 49.1228%股权、新昇晶睿 48.7805%股权（以下合

称“标的股权”）作为出资认缴标的公司增资。根据上海财瑞资产评估有限公司

出具的资产评估报告，标的股权的评估价值为人民币 744,840.6136万元。各方协

商一致确认：标的股权交易对价为人民币 744,840.6136万元，即作为上海硅产业

集团股份有限公司对上海新昇半导体科技有限公司增资的出资额。

届时沪硅产业应与上海新昇就标的股权转让事宜签订股权转让协议，并同步

申请及办理包括股权转让及标的公司增资的变更登记。

3、本次增资完成后，标的公司的注册资本总额为人民币 428,300.3674万元。

4、出资期限及出资先决条件

（1）沪硅产业将一次性实缴全部出资，即沪硅产业应就转让标的股权与上

海新昇签署股权转让协议并完成市场监督管理部门的变更登记。沪硅产业承诺，

其已经就标的股权履行完毕全部实缴义务，其完成对标的公司的一次性实缴出资

后，不得随意抽逃出资。股东不按照本协议规定缴纳出资的，除应当向公司足额

缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

（2）国盛集团分批实缴出资，具体如下：

（a）第一期出资人民币 100,000 万元：本协议生效日，国盛集团在《借款

合同》项下向标的公司已发放的借款本金 100,000万元以债转股形式转换为国盛

集团对标的公司的出资；

（b）剩余出资人民币 300,000万元：分批实缴，其中 2026年 12月 31日前

完成人民币 220,000 万元出资实缴；2027 年 12 月 31 日前完成人民币 80,000 万

元出资实缴。

5、各增资方一致同意，公司设立股东会，股东会是公司的最高权力机构。

由各增资方共同组成标的公司的股东会，股东会由股东按照认缴出资比例行使表

决权。

6、各增资方一致同意，公司设立董事会，公司董事会对股东会负责。董事



会由五名董事组成，其中国盛集团有权提名一名董事候选人，沪硅产业有权提名

四名董事候选人。

7、董事长由控股股东指定的董事担任。

8、在增资方对标的公司完成共同投资后，标的公司应设总经理一名、财务

负责人一名及多名副总经理。

六、关联对外投资对上市公司的影响

本次增资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，公司以持有的新昇晶

投、新昇晶科、新昇晶睿股权向上海新昇增资，为公司 2025年完成发行股份购

买资产后对 300mm 半导体硅片业务战略发展的延伸，有利于进一步优化对

300mm半导体硅片业务进行管理整合、优化资源配置、发挥协同效应、提升经

营管理效率；国盛集团对上海新昇的增资，将专门用于集成电路用 300mm硅片

产能升级，符合公司业务发展和战略需求，将可进一步加快 300mm半导体硅片

的产能建设和技术能力提升，为进一步提升公司市场份额、巩固国内领先地位扩

大优势，并对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司的未来发展

规划。

本次增资完成后，上海新昇仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围，

不会导致公司合并报表范围发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对

公司独立性和持续经营能力产生重大不利影响。

本次交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因本次交

易对关联方产生依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、对外投资的风险提示

本次交易尚未最终完成，公司将密切关注本次交易事项后续进展，积极防范

和应对实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律法规及规范性要求，

及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

八、该关联交易应当履行的审议程序

2026 年 6 月 18 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第三

次会议，全体独立董事认为：本次子公司上海新昇增资扩股暨关联交易事项符合



公司目前的战略规划和经营发展的需要，是基于公司在半导体硅片业务领域、特

别是 300mm半导体硅片业务领域研发和制造的经验做出的重大决策，交易定价

方式合理、价格公允，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事同意子公司上海新

昇增资扩股暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年 6月 18日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于子公

司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事姜海涛、徐怡婷回避表决，出席会议

的非关联董事一致表决通过。本事项尚需提交公司股东会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

公司于 2025年 8月 12日的第二届董事会第三十三次会议及 2025年 8月 28

日的 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司向股东申请借款

并由公司为其提供担保暨关联交易的议案》。为满足项目建设的资金需求，全资

子公司上海新昇向公司股东国盛集团申请借款人民币 10亿元，并由公司为上述

借款合同项下上海新昇的义务、责任承担连带保证责任。具体内容详见公司 2025

年 8月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒

体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于全资子公司向股东申请借款并由公司

为其提供担保暨关联交易的公告》。该笔借款为本次国盛集团增资上海新昇中的

债转股资金。除上述关联交易外，本次交易前 12 个月内，公司未与国盛集团发

生关联交易。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年 6月 19日


